
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะโคงของผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนรุน 
WDC เพื่อตองการหาปจจัยหลักซึ่งมีผลกระทบตอการเกิดการโคงเกิดการ ใชวิธีหาสาเหตุของ
ปญหา (Cause and Effect) โดยการรวบรวมความคิดจากบุคคลเกี่ยวของในสายการผลิตผลิตภัณฑ
แผงวงจรแบบออนรุน WDC สามารถกรองปจจัยจาก 19 ปจจัยเหลือ 9 ปจจัยจากนั้นนําปจจัยที่ได
จากการรวมความคิด มาคัดกรองโดยใชตารางสาเหตุ และผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis) สามารถกรองจาก 9 ปจจัยเหลือ 7 ปจจัย จากนั้นนําปจจัยที่ไดนําไปออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทอเรียลแบบเศษสวนเพื่อหางปจจัยหลักที่มีผลตอความโคงงอของผลิตภัณฑแผงวงจรแบบ
ออนโดยมีปจจัยในการทดลองดังนี้ 

1. ทิศทางการตัดแผนเคลือบดานบน  
2. แรงดึงในการผลิตแบบมวน  
3. แผนรองรับแรงดึง  
4. จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดในกระบวนการเคลือบอยางเร็ว  
5. วิธีการวางแผนเคลืบดานบน  
6. การจับงานเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ  
7. แบบของถาดใสงาน  

 
การทดลองขั้นแรกเพื่อหาปจจัยหลักที่มีผลตอการโคงของแผงวงจรแบบออน ใชการ

ออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเศษสวน โดยมีปจจัยที่ศึกษา 7 ปจจัยดังกลาวไปแลว
ขางตน แตละปจจัยประกอบดวยสองระดับ ทําการทดลองจํานวน 27-3 การทดลอง ทดลองซ้ํา 1 คร้ัง
ลําดับการทดลองเปนแบบสุม ผลตอบที่ไดจากการทดลองคือ ระยะความโคงของแผงวงจรแบบ
ออน เนื่องจากขอมูลของสวนตกคางของการทดลองมีการแจกแจงแบบไมปกติ และมีความ
แปรปรวนไมคงที่ ดังนั้นจึงประยุกตใชการแปลงขอมูลเพื่อใหความแปรปรวนของสวนตกคางคงที่
กอนการวิเคราะห โดยในการวิจัยเลือกการแปลงขอมูลแบบบ็อคค็อกแปลงผลสวนตกคางของการ
ทดลองโดย แสดงดังสมการที่ 5.1   
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    Yt  = 
( 0.37) 1

( 0.37)
y − −
−

                         (5.1) 

 
 กอนการแปลงสวนตกคางไดทําการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางพบวา
ขอมูลกอนการแปลงมีคาการแจกแจงแบบไมปกติ 
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รูปที่ 5.1 กราฟแสดงการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางกอนการแปลง 

 
หลังการแปลงสวนตกคางดวยบอคคอคพบวาสวนตกคางมีการแจกแจงที่ใกลเคียงแบบ

ปกติที่ระดับนยัสําคัญ p>0.05 สามารถนําผลไปทําการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการโคงงอ
ของแผงวงจรแบบออน 

 

Lamda-.37
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รูปที่ 5.2 กราฟแสดงการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางหลังการแปลง 
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 จากการทดลองพบวาปจจัยที่มีผลตอการโคงของแผงวงจรแบบออนไดแก  

1. ทิศทางการตัดแผนเคลือบดานบน 

2. การใชแผนรับแรงดึงในการผลิตแบบมวน 

3. จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดในขบวนการเคลือบอยางเร็ว 

4. แบบของถาดบรรจุภัณฑที่ใชในขบวนการผลิต 
 

ในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชงานจรงิพบวา 1 ไมสอดคลองตอแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการของบริษัทที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพราะบริษทัจะนําเทคโนโลยีการตัดแผน
เคลือบดานบนแบบอัตโนมตัิมาใช ทําใหวิธีการตัดตางจากวิธีเดิม จึงไมสามารถนําปจจัยนีม้า
วิเคราะหตอได  และปจจยัที่ 2 การใชแผนรับแรงดึงในกระบวนการผลิตแบบมวนมีผลใหตนทนุ
การผลิตแบบมวนเพิ่มขึน้ 22.94% ทางผูบริหารของบริษัทวิจยัคิดวายังไมคุมตอการลงทุนนํามา
ปรับใช แตจะเก็บไวพจิารณาในการผลิตในอนาคตตอไป ดังนั้นมีปจจัยที่นํามาปรับปรุง
กระบวนการผลิตแผงวงจรแบบออนที่พิจารณานําไปประยุกตใช 2 ปจจัยไดแก 

1. จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดในขบวนการเคลือบอยางเร็ว 

2. แบบของถาดบรรจุภัณฑที่ใชในขบวนการผลิต 

ปรับตั้งปจจัยไปที่ จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดใชสองชั้นโดยประกบดานบน และ
ดานลางของตัวผลิตภัณฑ และออกแบบของถาดใสผลิตภัณฑใหมที่สามารถควบคุมการหยิบจับตวั
ผลิตภัณฑ เพือ่มั่นใจวาเมื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแลว กระบวนการตองอยูในการควบคุม โดย
ประยุกตใชแผนภูมิควบคุมทางสถิต ิโดยจะทําการสุมวดังาน 8 ช้ิน ตอหนึ่งหนวยการผลิต แสดงผล
การสุมวัดระยะความโคงของแผงวงจรแบบออนรุน WDC ในการผลิตเดือนกนัยายน 2551 ดังรูป 
5.3 พบวามีระยะความโคงงอของแผงวงจรแบบออนเทากับ 0.4-0.43 มม. ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 
95  
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รูปที่ 5.3 กราฟแสดงระยะความโคงแผงวงจรแบบออนรุน WDC จากการสุมวัด 

จากผลการวิจยันี้นอกจากสามารถลดระยะความโคงงอของแผงวงจรแบบออนแลวยงั
สามารถลดตนทุนในการผลิตไดดังนี ้

1. การปรับปรุงกระบวนการเคลือบอยางเร็ว จากประมาณแผนการผลิตในเดือนมิถุนายน 
2551 ถึง เดือนตุลาคม 2551 เปรียบเทยีบกับผลตางตนทุนในกระบวนการเคลือบอยางเร็วเมื่อใช
แผนยางกระจายแรงสองดานในตารางที่ 5.1 โดยตนทนุจะเพิ่มขึ้น 0.27% หรือเทากับ 0.93 บาทตอ
การผลิต 100  ช้ินเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแกไขความโคงของชิ้นงาน (Rework) ซ่ึงมี
ตนทุนเพิ่มขึน้ 128.03 บาทตอการผลิต 100 ช้ิน แสดงในตาราง 5.1 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนสองวธีิ
แลวการปรับปรุงกระบวนการเคลือบอยางเร็ววิธีแรกจงึสามารถลดตนทุนของปญหาการโคงงอได 
127.1 บาท ตอการผลิต 100 ช้ิน  
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ตารางที่ 5.1 แสดงประมาณการแผนการผลิตผลิตภัณฑ WDC เดือน มิถุนายน-ตุลาคม ป 2551 
เปรียบเทียบกับคาใชจายที่ลดได 
 

 
 
  
 2. การวิเคราะหความคุมคาตนทุนในการประยุกตใชถาดใสผลิตภัณฑแบบใหม โดยถาด
บรรจุงานแบบใหมสามารถบรรจุงานได 60 ช้ิน ซ่ึงมากกวาถาดแบบกวาที่บรรจุช้ินงานไดเพยีง 48 
ช้ิน และยังสามารถใชรวมกบัผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนที่มีขนาดใกลเคียงได ดังนั้นถาคิดจาก
ราคาบรรจุภัณฑที่ 12 บาท/ถาด คํานวณจากแผนการผลิตในป 2551 สามารถลดตนทุนคาถาดบรรจุ
งานได ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 แสดงประมาณการแผนการผลิตผลิตภัณฑ WDC เดือน มิถุนายน-ตุลาคม ป 2551 
เปรียบเทียบกับคาใชจายที่ลดไดจากการปรับปรุงถาดใสงาน 

 
เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน ตุลาคม

แผนการผลิต (ชิน้) 417,930 400,000 500,000 400,000 400,000

แบบเดิม 48 ชิน้/ถาด 8,707 8,334 10,417 8,334 8,334

แบบใหม 60 ชิน้/ถาด 6,966 6,667 8,334 6,667 6,667

ลดคาใชhจายได (บาท) 10,892 20,004 24,996 20,004 20,004

จํานวนถาด

ใสงาน

 
 
 

5.1.1 ผลการวิจัยกับวรรณกรรมปริทัศน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาไมพบวามีงานวิจัยใดที่ทําการศึกษาการโคงงอของแผงวงจร
แบบออนโดยเฉพาะ แตสามารถใชความรูในงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานการโคงงอของวัสดุชนิดโพ
ลีเอไมนซ่ึงเปนวัสดุหลักในการผลิตแผงวงจรแบบออนมาเปรียบเทียบไดดังนี้ 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน ตุลาคม

แผนการผลิต (ชิน้) 417,930 400,000 500,000 400,000 400,000
กระบวนการแกปญหาการ

โคงงอ (บาท) 535,076 512,120 640,150 512,120 512,120
การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต (บาท) 3,887 3,720 4,650 3,720 3,720
สามารถลดคาใชจายได 531,189 508,400 635,500 508,400 508,400

คาใชจาย
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  1. ผลที่ไดในบทสรุปที่ใกลเคียงกันพบวา ความรอนกับการกดทับ หรือสงถายแรง
ผานวัสดุชนิดโพลีเอไมนที่มีความบางมีผลทําใหวัสดุมกีารเปลี่ยนรูปราง ทั้งอยางถาวร และชัว่คราว
ขึ้นอยูกับแรงที่มากระทํา และอุณหภูมใินขณะนั้น  และพบวาบรรจุภัณฑ หรือถาดใสงานมี
ความสําคัญตอการรักษารูปรางของวัสดุชนิดโพลีเอไมนที่มีความหนาไมมาก 
  2. ผลที่ไดในบทสรุปที่ตางกันพบวาวัสดุชนิดโพลีเอไมนที่ใชในผลิตภัณฑ
ประเภทอื่น ในการแกไขการโคงงอ หรือบิดเบี้ยว ทําโดยพยายามไมบิด งอ หรือโคงในการใชงาน 
ปกติ ซ่ึงตางกับผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนยิ่งสามารถโคง หรือพับในขณะใชงานไดมากเทาไหร
ยิ่งสงผลดีตอการประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จมากเทานั้น 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยนี้ ในการทําการทดลองในกระบวนการผลิตที่มีสายการผลิตยาว ที่ตองใช
เวลาในการทําการทดลองมาก จะตองมีการวางแผนที่ดี  และตองมีการเก็บขอมูลที่ละเอียดเพียงพอ 
และสามารถสืบคนไดวาระหวางการทดลองมีเหตุการณอะไรเกิดบาง เพื่อเปนประโยชนในการ
วิเคราะหขอมูล ในการนําและในการเก็บขอมูลใชพนักงานเพียงคนเดียวอาจจะทําใหเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได ในการแกไขปญหานี้อาจใชพนักงานสองคนเก็บขอมูลเดียวกัน จากนั้นนํามา
เปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกตองจะทําใหขอมูลที่ไดมีความแมนยํามากขึ้น  
 เนื่องดวยงานวิจัยนี้ทําการศึกษาในโรงงานผลิตแผงวงจรแบบออนซึ่งมีลักษณะกระบวน
ผลิตเปนแบบเฉพาะ ฉะนั้นในการนํางานวิจัยนี้ไปศึกษา หรือไปประยุกตใชควรทําการศึกษา
กระบวนการผลิตกอนวามีลักษณะใกลเคียงกับบริษัทวิจัยหรือไม และควรพิจารณาถึงชนิดของวัสดุ
ที่นํามาศึกษาดวย เพราะงานวิจัยนี้ศึกษากับวัสดุแผงวงจรแบบออนชนิดโพลีเอไมนเทานั้น 

        

 


